錫  膏   篇



錫膏種類（依助焊劑分類）

1. 水洗  2.溶劑清洗（半水洗）   3.免洗

錫膏印刷作業環境

1.溫度15~25℃   2.濕度30~60% R.H

錫膏組成

1、 錫粉

1. 提供導電功能
2.提供鍵接功能
3.熔點低、利於作業

2、 錫膏助焊劑

1. 溶劑：

將所有助焊劑成分完全溶解成一均勻的稠狀液體溶液，促使助焊劑有一致之活性。

2. 松香：

松香本身即是一種非常弱的活性劑，其主要功能是防止焊接後錫鉛表面再被氧化。另外其可以包住活性劑，提高PCB之表面絕緣阻抗值，增強PCB之信賴性。

3. 活性劑：

其主要功能用於消除PCB之焊點及零件腳之氧化物。

常用之活性劑有：有機氨鹽酸鹽、有機酸、有機氨。

4. 抗垂流劑：

其主要功能在防止錫粉與助焊劑分離。

增加錫膏之印刷性，防止錫塌之發生。

Profile溫度曲線

1、 預熱：預熱不足(約1.5~2分鐘)易產生micro solder ball

功能：1.蒸發溶劑

2.活化助焊劑

3.降低熱衝擊

4.防止錫濺

2、 錫膏迴焊

功能：1.熔融錫粉

2.焊接零件與印刷電路板
3.降低助焊劑殘留

錫膏運送及接收

1. 錫膏之運送過程中應保存於0~10℃

2. 接到錫膏應立即儲存於冷藏箱0~10℃

3. 檢視錫膏之生產日期及有效期限

4. 檢視是否附有檢驗報告

5. 入冷藏箱之錫膏應考慮先進先出

錫膏使用前之注意事項

1. 從冰箱取出之錫膏，置於室溫回溫

2. 回溫時間至少八小時

3. 不可使用烘箱或加熱器回溫

4. 回溫時不可打開瓶蓋，防止低溫物吸水特性，於室溫下約可保存一週。

